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Patentanspruche: 

1 . Hochgesch windigkeiisgalvajuYierungseinrich- 
lung fur dunne Piatten, Folien oder anderes flachiges 5 
Material, mil einer Maskierungseinrichtung, die ein 
Paar von entgegengesetzt angeordneten, einander 
zugewandten Piatten, namlich eine Druckplatte und 
eine Aufnahmeplatte, aufweist, auf deren beiden 
einander zugewandten Seiten jeweils eine Maskie- \q 
rungsplatte bzw. -fotie angebracht ist und die eine 
Lange haben, welcher der Lange der rechteckigen 
Platte oder Folie entspricht; sowie mit einem 
Druckzylinder, die die Druckplatte zur Maskierung 
der Teile des zu gaJvanisierenden flachigen Mate- ts 
rials, die nicht galvanisiert werden sollen, gegen die 
Aufnahmeplatte druckt, indem er das flachige 
MateriaJ ent/embar zwischen der Druckplatte und 
der Aufnahmeplatte halt; und mit einer Zufuhrungs- 
cinrichtung zum Zufuhren von Galvanisierunfcslo- 20 
sung zu dn^n Teii des flachigen Materials, der 
galvanisiert werden soil, und zum Umwalzen der 
Galvanisierungslosung, dadurch gekenn- 

z e i c h n e 1 , daQ die Einrichtung zum Zufuhren der 
Galvanisierungslosung zu dem Teil (3) des flachigen 25 
Materials (1), der galvanisiert werden soil, eine 
Strahl- bzw. Spritzeinrichtung (5) zum direkten 
gleichformigen Spritzen der Galvanisierungslosung 
auf den zu galvanisierenden Teil (3) ist, wobei die 
Strahl- bzw. Spritzteiie (12, 13) eines DGsenteils (27) 30 
so gerichtet sind, daB die Galvanisierungslosung 
senkrecht v: dem zu galvanisierenden Teil (3) 
vorwartsstromt und dann gleichmaBig bzw. -formig 
in zwei Richtungen aiiseinancergeht, namlich nach 
aufwarts und nach abwkrtt, nachdem sie auf diese 35 
Teile aufgetroffen ist und sofor; -.us dem die Strahl- 
bzw. Spritzeinrichtung (5) umgebenden Gehause 
(32) ausstromt 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ der Dtisenteil (27) mit einer Offnung 40 
zur Aufnahme des Teils der rechteckigen Platte oder 
Folie, welche galvanisiert werden soil, versehen ist, 
und daB die einander zugewandten Strahl- bzw. 
Spritzteiie (12, 13) Anoden (15, 16) haben, welche auf 
bzw. an beiden Kanten der Strahl- bzw. Spritzteiie 45 
(12, 13) entlang der Langsrichiung der rechteckigen 
Platte oder Folie angeordnet sind. 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Anoden (15, 16), die auf den beiden 
Strahl- bzw. Spritzteilen (12, 13) fur die Galvanisie* 50 
rungslosung vorgesehen sind, in eine Mehrzahl von 
Teilen (15a, 156, 15c. 154 15e, 16c/, 16e; in ihrer 
Langsrichiung unterteilt sind und wahlweise sowie 
unabhangig voneinander gepolt werden konnen. 

4. Einrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 55 
gekennzeichnet, dafl ein GehSuse (32), welches den 
Diisenteil (27) umgibt, an seinem Boden geoffnet und 
direktmit einem Tank (18) verbunden ist. 

5. Einrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daQ die Druckplatte (7) m 
eine Fuhrungs-Teilplalte (24) aufweist, die zwei 
Stifle (25) hat, an welchcn die rechleckige Platte 
oder Folie aufrecht eingehakt oder aufgehanden 
wird, so daB eine Einstellung der Teile der zu 
galvanisierenden Platte oder Folie relativ zu der 
Strahl- bzw. Spritzeinrichtung (5) erfolgt. 



Die Erfindung betrifft eine Hochgeschwindigkejtsgal- 
vanisierungseinrichtung fur dunne Piatten, Folien oder 
anderes flachiges Material, mit einer Maskierungsein- 
richtung, die ein Paar von entgegengesetzt angeordne- 
ien, einander zugewandten Piatten, namlich eine 
Druckplatte und eine Aufnahmeplatte, aufweist, auf 
deren beiden einander zugewandten Seiten jewejls eine 
Maskierungsplatte bzw, -folie angebracht ist und die 
eine Lange haben, welche der Lange der rechteckigen 
Platte oder Folie entspricht; sowie mit einem Djuckzy- 
linder, der die Druckplatte zur Maskierung der Teile des 
zu galvanisierenden flachigen Materials, die nicht 
galvanisiert werden sollen, gegen die Aufnahmeplatte 
druckt, indem er das flachige Material entfernbar 
zwischen der Druckplatte und der Aufnahmeplatte halt; 
(*nd mit einer Zufuhrungseinrichtung zum ZuFuhren von 
Galvanisierungslosung zu dem Teil des flachigen 
Materials, der galvanisiert werden soil, und zum 
Umwalzen der Galvanisierungslosung, und zwsr insbe- 
sondere eine solche Einrichtung, die eine verbesserte 
Maskierungseinrichtung hat 

Bei den Anschlussen von kupfergalvanisierten, 
gedruckten Schaittafeln, -piatten oder dgl. werden die 
fur Anschlusse wichtigen Eigenschaften, wie beispiels- 
weise Harte, Widerstandsfahigkeit gegen Abnutzung, 
elektrische Eigenschaften etc, diesen Anschlussen 
dadurch verliehen, dafl man auf der Oberflache direkt 
eine Goldplattierung oder Ober die Nickelplattierung 
eine Gold- oder Rhodiumplatte aufbringt. 

Nach dem Stand der Technik ist ein Galvanisienings- 
verfahren fur Anschlusse von gedruckten Schaltungs- 
plattcn bzw. -karten bekannt, bei dem die Teile der 
Platte bzw. Kane, die nicht galvanisiert zu werden 
brauchen, mil einem dunnen Film eines synthetischen 
Harzes abgedeckt werden, und bei dem die peripheren 
Teile mit Kiebebandern oder Schutz- bzw. Abdeckmate- 
rial maskiert werden, und die Platte bzw. Karle wird in 
das hinsichtlich seines Niveaus kontroilierte Elektrogal- 
vanisierungsbad getaucht und (Or das Galvanisieren 
elektrisch gepolt Jedoch e«*fordci: diese Art des 
Verfahrens vorhergehende . Vorbcreitungen, die vor 
dem Galvanisierungsvorgang durehgefiihrt werden 
mussen. wodurch die Arbeits- und Materialkosten 
automatisch ansteigen. Eine Galvanisierung mit einer 
hohen Stromdichte ist bei diesem Eintauchverfahren 
unmoglich, so daB eine lange Zeitdauer erforderhch ist, 
um die notwendige minimale Dicke der Galvanisie- 
rungsablagerung zu erzielen. Dieses Verfahren ist 
weitcrhin insofern nachieilig, als die Dicke der 
Galvanisierungsablagerung oftmals ungleichmaBig ist, 
und zwar in Abhangigkeit von der Stetle, an der sich der 
zu galvanisierende Gegenstand befindet, von dem 
Absiand zwischen Anoden und Kathoden, sowie von 
den Bedingungen der Eleklrolytumwalzung bzw. des 
Ruhrens des Elektrolyten, und es ergeben sich auch 
insofern Nachteile, als diese Bedingungen sehr schwie- 
rig zu steuern bzw. zu regetn sind. 

Aus der DE-OS 22 65 04 1 isi eine Galvanisierungsein- 
richtung fur bandformiges Material bekannt, bei der 
eine Maskierungseinrichtung vorgesehen ist, die von 
zwei Ringdichtungen gebildet wird, die um den Umfang 
eines Rades herum vorgesehen sind, uber dessen 
unleren Teil das bandformige Material ISuft, wobei es 
durch entsprechende Fuhrung mit seitlichen Rollen und 
die beim Transport des bandformigen Materials auf 
dieses ausgeObte Zugspannung gegen die Gummiringe 
angcdrlickt wird. Diese als Maskierungseinrichtung 
wirkenden Gummiringe begrenzen auf der Innenseite 
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des bandformigen Maierials, a\ h, auf der Sehe, die dem 
Rad zugewandt ist, einen zu plattierenden, streifenfSr- 
migen Bereich, uber dem in dem Red eine Elektrolyt- 
kammer ausgebjldet ist, weiche von der Galvanisie- 
rungslosung gefullt ist Diese Galvanisierungslosung 
stent in der Elektrolytkammer bis zu einem Niveau 
oberhalb von AbRuOlochern, durch die sie dann aus der 
Elektrolytkammer ausstromt und schlieBlich an den 
unteren Seitenflachen des Rades in den unterhalb dieses 
Rades befmdlichen F'latdcrungsldsungsvorrat abflieSt, 
der sich in dem Beha!i;er befindet, in dessen oberem Teil 
das Rad angeordnei isL AuBerdem ist eine Einrichtung 
zum Zufuhren von Galvanisierungslosung zu dem Teil 
des bandformigen Materials, der galvanisiert werden 
sol!, und zum Umwiilzen der Galvanisierungslosung 
vorgesehen. Die Zufuhr der GaJvanisierungjlosung zu 
dem bandformigen Material erfolgt hierbci durch 
einfache, forcierte Suomung, keineswegs jedoch durch 
Aufspritz-n, da die Elektrolytkammer mit Galvanisie- 
rungslosung gefullt so daS infolgedessen nur eine 
Verteilung und gegebenenfalls forcierte Einleitung der 
zuzufuhrenden Galvanisierungslosung in die bereits in 
der Elektrolytkammer befindliche Gaivanisierungsid- 
sungerfolgen kann. 

Bet dieser An der Elektrotytzufuhrung erfolgt das 
Ersetzen der mindestens teilweise erschopften Galvani- 
sierungslosung durch neue Galvanisierungslosung in der 
Weise, daB die ersters Galvanisierungslosung, die uber 
der zu galvanisierenden Flache steht, durch frische 
Galvanisicrungsldsun;g unter Vermischung verdrangt 
wird. Dadurch ist die Galvanisierungsgeschwindigkeit 
verhaltnismaQig beschrankt, so daB daher mit der 
Einrichtung nach der DE-OS 22 65 041 eine Hochge- 
schwindigkeitsgal vanisierung nicht moglich ist 

Weiterhin ist atur, der DE-OS 25 34 268 eine 
Galvanisierungseinrichtung der eingangs genannten Art 
bckannt, bei der jedoch die Galvanisierungslosung nicht 
auf die zu galvanisierenden Bereiche des flachigen 
Materials aufgesprilzi, sondern vielmehr durch Kanale 
geleitet wird, die an ihrer einen Seite von dem flachigen 
Material begrenzt sind- Auch hier erfolgt das Ersetzen 
von teilweise verbrauchter Galvanisierungsflussigkeit 
durch frische Galvanu ierungsfliissigkeil durch Verdran- 
gungder ersteren und gegenseitige Vermischung, wobei 
bekanntermaOen in Stromungskanalen, wie sie hier 
vorliegen, die Strdmungsgeschwindigkeil an den Grenz- 
schichten. d h. also im;besondere an Her Oberflache des 
zu galvanisierendcn flachigen Materials praktisch Null 
ist. so daO also insgesamt auch bei hochstmoglicher 
Slromungsgeschwindigkeit der Galvanisierungslosung 
die erzielbare Galvanisierungsgeschwindigkeit be- 
schrankt ist. Daher ermoglicht auch die Galvanisie- 
rungseinrichtung nach der DE-OS 25 34 268 ebenso wie 
diejenige nach der DE-OS 23 65 041 keine Hochge- 
schwindigkeitsgalvani.iierung. 

Aufgabe der Erfindung ist es demgegeniiber, eine 
HochgeschwindigkeitJgalvanisierungseinrichtung zu 
schaffen, in der sich der Galvanisierungsvorgang mit 
hoher Geschwindigkeil und gleichzcitig einfacher sowie 
sichererdurchfuhren lilBt. 

Diese Aufgabe wire! mit der Galvanisierungseinrich- 
tung der eingangs genannten Art erfindungsgemaB 
dadurch gelost, daB die Einrichtung zum Zufuhren der 
Galvanisierungslosung zu dem Teil des flachigen 
Materials, der galvanisiert werden soil, eine Strahl- bzw. 
Spritzeinrichtung zum direktcn gleichformigen Spritzen 
der Galvanisierungsir!.ung auf den zu galvanisicenden 
Teil ist. wobei die Strahl- bzw. Sprilzteile eines 
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DQsenteils so gerichtet sind, daB die Galvanisierungsld- 
sung senkrecht zu dem zu galvanisierenden Teil 
vorwarustrdmt und dann gleichmaBig bzw, -formig in 
zwet Richtungen auseinandergeht, nlmlich nach au'- 
s warts und nach abwflrts, nachdem sie auf diese Teile 
aufgetroffen ist und sofort aus dem die Strahl- bzw. 
Spritzeinrichtung umgebenden Gehause ausstromt. 

Da die Galvanisierungslosung in einem direkten 
Strahl auf den zu galvanisierenden Teil des flachigen 
)0 Materials aufgespritzt und sofort von dem flachigen 
Material reflektiert wird, ergibt sich eine auflerordent- 
lich hohe Galvanisierungsgeschwindigkeit Denn der 
Strahl der Galvanisierungslosung erfahrt auf seinem 
Wege zu dem flachigen Material praktisch keinen 
is Widerstand, da der Widerstand der im Inneren des 
Gehauses der Einrichtung befindlichen Luft und 
eventueller Gase vernachlassigbar ist Das gilt auch fur 
einen in zwei Teilen, namlich nach aufwarts und nach 
abwarts, vom flachigen Material reflektietlen Strahl, so 
20 daB die teilweise verbrauchte Galvanisierungslosung 
immer wicder mit hochstmoglicher Geschwindigkeit 
durch frische ersetzt vird. 

Auf diese Weise iassen sich Gai\ inisierungsge- 
schwindigkeiten erzielen, die ein Vielfaches der 
25 Galvanisierungsgeschwindigkeit der konventionellen 
Eintauchsysteme betragen, zu denen auch die Galvani- 
sierung-:inrichtungen nach den DE-OS 22 65 041 und 
25 34 268 gehoren, weil auch hier der zu galvanisierende 
Bereich »eingetaucht« ist, denn er grenzt an ein 
jo Galvanisierungsbad an, und es wird eine Relativbewe- 
gung zwischen ihm und dem Galvanisierungsbad 
erzeugL 

Bezuglich der Wirkungsweise der Erfindung ist 
besonders hervorzuheben, daS durch das Aufspritzen 
35 der Galvanisierungslosung insbesondere auch eine 
ausgezeichnete Ernsuerung der Galvanisierungslosung 
unmittelbar an der Grenzschicht zwischen dem zu 
galvanisierenden Material und der Galvanisierungslo- 
sung erreicht wird, denn der Strahl prallt praktisch 
40 unbehindert auf die zu galvanisierende Oberfiaciie auf 
und verdrangt don auch die vorher dort befindliche 
Galvanisierungslosung in der erwahnten Grenzschicht. 

Weirerbtldungen der Erfindung sind in den Unteran- 
spruchen angegeben. 
<5 Die Erfindung wird nachsiehend unter Bezugnahmc 
auf die Fig. 1 bis 5 der Zeichnung anhand eines 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert; es 
zeigt 

Fig. I eine schematische perspektivische Gesamtan- 
50 sicht einer Hochgeschwindigkeitsgalvanisierungsein- 
richtung, wobei die Hauptteile dieser Einrichtung 
auseinandergezogen dargestellt sind; 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht langs der Linie II-l 1 
der Fig. 1; 

55 Fij.. 3 eine Vorderansicht, die eine gedruckte 
Schaltungsplatte bzw. -karte veranschaulicht, weiche als 
ein Beispiel einer recnteckigendiinnen Platte, Folie oder 
eines anderen flachigen Materials genommen wurde; 
Fig. 4 eine teilweise perspektivische Ansicht, die in 
60 auseinandergezogener Darstellung eine Strahl- bzw. 
Spritzeinrichtung veranschaulicht; und 

Fig. 5 eine schematische Ansicht des Yorgangs des 
Aufspritzens der Galvanisierungslosung. 
In den Fig. 1.3 und 5 ist mit 1 ein flachiges Material in 
&5 Form einer gedruckten Schaltungsplatte bzw. -karte 
bezeichn"!. Hie als fin Beispiel fur cine rechteefcige 
diinnc Platte. Folic ocler ein anderes flachiges Material 
gewahlt wurde, und mit 2 sind Anschllisse bezeichnet. 
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die in Langsrichtung an der Unterseite der Schaltungs- 
plane bzw. -karte fluchten, und auch als zu galvanisie 
render Tei! 3 bezeichnet sind. 

Die Einrichtung, welche flachiges Material I mit 
hoher Ceschwindigkeii galvanisiert. weist eine Maskie 
nwgseinrichtung 4, eine Strahl- bzw. Spritzeinrichtung 5 
und eine Zufuhrungseinrichtung 6 fur das Umwalzcn 
und Zufuhren der Galvanisierungslosung auf. Die 
Maskierungscinrichtung 4 ist mit einer Druckplatte 7 
und einer Aufnahmeplaite 8 versehen, die ein Paar 
bilden, sowie weiterhin mit einem Druckzylinder 9. Das 
aus Druckplatte 7 und Aufnahmeplatte 8 bestehende 
Paar hat eine Lange. welche dicjcnige der gedruckten 
Schaltungsplatte bzw. -karte ubcrschreitet. und diesc 
Plattcn sind auf ihren einander zugewandtcn Seiien mit 
Maskierungsplatten. -folien o. dgl. tO bzw. 1 1 versehen. 
Die Maskierungsplatten, -folien o. dg). 10, 11 sind aus 
Gummi oder einem anderen Material hergestellt.das fur 
die Maskierung geeignet ist und auOerdem als 
Dichtunesmaierial wirkt. Oberhalb der Druckplatte 7 ist 
aufrecht eine Fuhrungs-Teilplatte 24 vorgesehen, die 
zwei Stifle 25 hat. welche in solcber Weise angebracht 
sind. daO die Anbringungsposition versndert werden 
kann. Da die gcdruckte Schaltungsplatte bzw. -karte 
invariabel mil einer Mehrzahl von Lochern 26 (siehe 
F i g. 3) versehen ist, kann die gedruckte Schaltungsplat- 
te bzw. karte aufgehakt und -gehangen werden. so daO 
die Stifte 25 durch diese Locher 26 hindurchgehen. und 
es ist moglich, die Position derzu galvanisierenden Teile 
3 relativ zu dem Strah!- bzw. Spritzteil mit dem Schlitz 
fijr die Galvanisierungsflussigkeit einzustellen. oder die 
Tiefc der gedruckten Schaltungsplatte bzw. -karie 
relativ zu der Strahl- bzw. Spritzeinrichtung 5 
einzustellen. wenn die gcdruckte Schaltungsplatte ^zw. 
-karte mittels der Locher 26 uber die Stifte 25 gehangl 
wird. Es ist auQerdem moglich, anderc Arten von 
gedruckten Schaltungsplatten bzw. -k.irien zu galvani- 
sieren. ohne die Povtionen einzustellen. sofern die Form 
die gleiche ist; es genugt. wenn die Schaltungsplatte 
bzw. -karte lediglich uber die Stifte 25 der Fiihrungs- 
Teilplaite 24 gehangt wird. AnsteJle dieses »Hangever- 
fahrens« ist a aber auch moglich. daO man da* untere 
Ende der gedruckten Schaltungsplatte bzw. -karte 
mittels einer Haltevorrichlung. deren Hone einstellbar 
ist. halt. Der Druckzylinder 9 druckt die Druckplatte 7 
gcgen die Aufnahmeplatte 8. und die gedruckte 
Schaltungsplatte bzw. -karte wird durch den Druck 
zwischen der Druckplatte 7 und der Aufnahmeplatte 8 
gehalten. Wenn kein Druck angewandt wird. kann die 
gedruckie Schaltungsplatte bzw. -karte frei bzw. leicht 
zwischen der Druckplatte 7 und der Aufnahmeplatte 8 
herausfecnommen ^erden, oder sic kann umgekehrt 
auch zwischen diesen beiden Platten angeordnet 
werden. Es isi ausreichend, wenn wenigstens eine der 
beiden Plattea namlich entweder die Druckplatte 7 
oder die Aufnahmeplatte 8 zum Zweck der »Druckbe- 
aufschlagung« bewegt werden kann, aber es ist auch 
moglich. fur die »Druckbeaufschlagung« an beiden 
Platten Druckzylinder anzubringen. 

Die Strahl- bzw. Spritteinrichtung 5 besitzt ein 
Dusenteil 27, das einen spezifischen Aufbau und anderes 
Zubehor hat Am oberen Ende des Dusenteils 27 ist eine 
Offnung 14 vorgesehen, welche die zu galvanisierenden 
Teile 3 der gedruckten Schaltungsplatte bzw. -karte 
aufnimnu und auf beiden Seiten dieser Offnung 14 sind 
einander gegenuberliegend bzw. entgegengesetzt zuein- 
ander und langs der Langsrichtung (entfang der 
Langsrichtung der gedruckten Schaltungsplatie bzw. 



-karte) zwei geschlitzte bzw. mit einem Schlitz 
versehene Strahl- bzw. Spritzteile 12, 13 fur die 
Galvanisierungslosung angeordnet. Auf den Strahl- 
bzw. Spritzteilen 12, 13 sind Anoden 15, 16 vorgesehen. 
5 die gepolt werden konncn, und zwar sind diese la"ngs der 
gesamten, in Langsrichtung verlaufenden Kanten der 
Strahl- bzw. Spritzteile vorgesehen, wie in Fig. 4 
gezcigt ist, wobei diese Anoden in eine Mehrzahl von 
Abschnitte bildenden Teilen 15a bis 15e bzw. I6rf, 16e 

to unterteilt sind, und an den Teilen ist jeweils ein 
Leitungsdraht 28 angebracht. Die abschnittweise 
Unterteilung der Anode ist ziemlich wichtig, urn die 
S'romdichte konstnnt zu hahen. 
An dem Boden b/.w. dem unteren Ende des Dusenteils 

is 27 ist eine Y-fdrmige Leitung 29 angebracht. die mit der 
Leitung vcrbunden ist, durch welche die Galvanisie- 
rungslosung unmittelbar den Strahl- bzw. Spritzteilen 
12, 13 zugefuhrt wird. Das Dusenteil 27 wird mittels 
einer Halteplattc 31. die eine Mehrzahl von Offnungen 

?o 30 hat. innerhalb eines Gehauses 32 eehatten, Der 
Boden des Gehauses 32 ist offen gelassen. Die 
Zufuhrungseinrichtung 6 fur die Galvanisierungslosung 
weist eine Pumpe 17, einen Tank 18 fur die 
Galvanisierungslosung und verschiedene Leitungen auf. 

?5 Der Tank 18 ist an scinem oberen Ende offen. so daO er 
direkt den Boden des Gehauses 32 aufnimmt bzw. direkt 
mit dessen Offnungen verbunden ist, wodurch die 
GalvaniLierungsldsung. die von den Strahl- bzw. 
Sprkzteibn 12, 13 gespritzt wird, nicht im Gehause 32 

30 bleibt, sondern sofort durch die Offnungen 30 der 
Halteplatte 31 und die Offnung des Gehauses 32 in den 
Tank 18zuruckgefuhrt wird. 

In Fig. I ist mit 19 ein Gehausp fur die Einrichtung 
bezeichnet, das in seinem oberen Teil mit einem Schlitz 

35 20 versehen ist, durch welchen die gedruckten 
Schaltungsplatten bzw. -karten eingefuhrt werden 
konncn; das Gehause 19 weist weiterhin eine Speicher- 
ausnehmung 21 auf. welche zu galvanisierendes 
flachiges Material 1 enthalten kann. Mit 22 ist eine 

40 Anzeigctafcl bezeichnet, wahrend 23 eine Kontroll- 
bzw. Steuertafel fur die Galvanisierung ist. 

Nunmehr werden die Betriebsvorgangc der Hochge- 
schwindigkeitsgalvanisierungseinrichtung. wie sie vor- 
stehend beschrieben worden ist, naher erlautert. 

45 Wenn der Druckzylinder 9 auf »AUS« geschahet ist. 
wird eine gedruckte Schaltungsplatte bzw. -karte 
aufgehangen, indem diese in die Fuhrungs-Teilplaite 24 
eingehakt wird, die zwei Stifle 25 hat, und das untere 
Ende der Schaltungsplatte bzw. -karte wird zwischen 

so die Druckplatte 7 und die Aufnahmeplatte 8 eingefugt 
Dann wird, wenn der Druckzylinder 9 auf »EIN« 
geschaltet ist, die gedruckte Schaltungsplatte \zw. 
-karte zwischen der Druckplatte 7 und der Aufnahme- 
platte 8 gehalten. Die Teile der gedruckten Schaltungs- 

55 platte bzw. -karte, die nicht gaJvanisiert werden sollen, 
werden mechantsch, einfach und sicher mit den 
Maskierungsplatten bzw. -folien 10, If von beiden 
Seiten, namlich von Seiten der Druckplatte und von 
Seiten der Aufnahmeplatte, maskiert, und der nichtmas- 

60 kierte Teil 3, der gaJvanisiert werden soil, wird in die 
Offnung 14 des Dusenteils 27 eingefuhrt und zwischen 
den Strahl- bzw. Spritzteilen 12, 13 fur die Galvanisie- 
rungslosung angeordnet. Die Anschlusse 2 werden 
elektrisch als Kathoden gepolt, und wahrend die 

65 Anoden 15, 16 gepolt sind, wird die Zufuhrungseinrich- 
tung 6 fur die Galvanisierungslosung betriebea Die 
Galvanisierungslosung stromt unter Druck von der 
Pumpe 17 langs des Pfeils A (siehe Fig. t) durch die 
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Yformige Leitung 29 zu dem Dusentei) 27 und wird 
durch die beiden Slrahl- bzw. Spriizieile 12, 13 direkt 
gegen die zwei zu galvanisierenden Obcrflarher 
gesirahll bzw. gespritzi. Die gesprilzte Galvanisierungs- 
losung 33 stromt nach vorwarts gegen den zu 5 
galvanisierenden Teil 3. wie in F i g. 5 angedeutct isi. und 
zwar in senkrechter Richtung (horizonialer Richiung), 
und diese Galvanisierungslosung lauft, wenn sie auf die 
Oberfla>^e auftrifft, in aufwiirts- und abwartsgerichtete 
Strome au3einander. Diese Erscheinung trill augenblick- io 
lich und gleichzeitig liber die gesamte Lange der zu 
galvanisierenden Teile 3 der rechteckigen Phile, Folie 
o. dgl. auf. Wenn die Galvanisierungslosung 33 in 
Beriihrung mit dem Teil 3 gclangt. erhalt man mit hoher 
Geschwindigkeii eine gleichformige Galvanisierungs- 15 
schicht. In diesem Fall ist es moglieh. die Teile \5a bis 
15e, \Sd, 16e der Anodcn. die eine Mehrzahl 
entsprechend der Lange der zu galvanisierenden Teile 
bilden, selektiv zu polen.und auf diese Weise kbnnen bei 
der GaNanisierung beider Seiten der gedruckien 20 
Schaltungsplatten bzw. -karten die Anoden 15, 16 in der 
Langsrichlung sowie auf beiden Seiten der gedruckten 
Schaltungsplauen bzw. -karten leicht und genau 
gesteuen bzw. geregelt werden. und die eleklrische 
Stromdichte kanu entsprechend der GaWanisierungssi- 25 
luation gleichmaQig gemacht werden. 

Nachdem das Galvanisieren vollendei ist. stromt die 
Galvanisierungslosung in Richtung der Pfeile B und C 
und wird durch die Bodenoffnung des Gehauses 32 sehr 
schnell wieder in den Tank 18 zuruckgefuhrt (vergleiche io 
den Pfeil D) und dort gesammeli. Die Galvanisierungs- 
losung 'vird dann umgewalzt und, sobald die Notwen- 
digkeit dazu auftriti, erneut benuizt 

Die Hochgeschwindigkcitsgalvanisierungseinrich- 
tung fur rechlcckige, dunne Platten. Foltcn oder anderes 3S 
flachiges Material 1 hat insbesondere folgende Vorteile: 

(a) Die Galvanisicrung wird durch Aufspritzen der 
Galvanisierungslosung ausgefiihrt, wodurch eine 
Verwendung bei hoher eleklrischer Stromdichle *o 
erleichtert wird. Das bedeuiet, daO die Galvanisie- 
rungsgeschwindigkeit etwa das Sfache (15 A/dm 2 , 
Msec, I |im) gegenub-r der Galvanisierungsge- 
schwindigkeit des konventionellen Eintauchsy- 
stems (3 A/dm 2 , 70 sec, I urn) isL 45 

(b) Durch ein gleichfbrmiges Spritzen wird eine 
gleichmaflige Galvanisierungsfilmdicke erzielt. 

(c) Da keine Maskierungsmaterialien. wie Abdeck- 
oder Schutzmaterialien und Bander, erforderiich 
sind, ist es moglieh, die Anzahl der Betriebsschritte 50 
herabzusetzen und mechanisch eine Galvanisie- 



rung nur der gewiinschten Teile sicherzuslcllen, 
und zwar gleichzciiig von beiden .Seiien. Aufgrund 
der Erfindung werden also die Arbeits- und 
Maierialkosten radikal herabgesetzt. indem das 
mechanische Maskieren f Or die nichtgalvanisierten 
bzw, nicht zu galvanisierenden Teile gleichzciiig 
mit dem Galvanisierungsvorgang ausgefiihrt wird. 

(d) Da die Galvanisierung mil hoher Geschwindigkeii 
moglieh ist, kann die Installationsflache, die fOr die 
gleiche Mengenproduktion erforderiich ist, radikal 
reduzieri werden. 

(e) Da verbrauchbare Materialien fur die Maskierung 
nicht mehr erforderiich sind, wird die GaJvanisic- 
rungszeit verkiirzt, die Produktion pro Stunde 
erhoht. und die Verunreinigung der Galvanisie- 
rungslosung durch Maskierungsmittel vermieden. 

(f) Eine Verschmulzung bzw. Verunreinigung der 
gedruckten SchaltungsplaUe bzw. -karte durch 
geloMes Blei, Zinn etc. wahrend des Lotens beim 
konventionellen Tauchgalvanisieren wird vermie- 
den, da das Galvanisieren mit hoher Geschwindig- 
keii ausgefuhrt wird. Dies verlangert die Lebens- 
dauer der Galvanisierungslosung betrSchtlich. 

(g) Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung besteht 
darin. dafi die Goldgalvanisierung uber der Lotung 
als ein Niederschlag in einem ausgezeichneten 
Zustand durch Hochgeschwindigkeitsgalvanisie- 
rung erzielbar iM, was einen charakteristischen 
Hauptvorieil der Erfindung darstellt. 

Da aufgrund der vorliegenden Erfindung eine 
Galvanisierung spezifischer Flachen gleichzeitig auf 
beiden Seiien oder auch auf nur einer Seite der 
genannten rechteckigen, dunnen Platten. Folien oder 
anderen flachigen Materialien moglieh ist, wobei 
letztere nicht auf gedruckte Schaltungskarten bzw. 
-platten beschrankt sind, konnen solche Teile wie 
Verbindungsstucke bzw. -vorrichtungen und Kontakte 
auch mit der erfindungsgemaBen Einrichlung verarbei- 
tet bzw. bearbeitet werden. 

ZusammengefaQt betrifft die Erfindung eine Galvani- 
sierungseinrichtung, mit der bei hoher Geschwindigkeii 
Gold-, Nickel- und Rhodiumgalvanisierungen oder 
Galvanisierungen anderer Art auf eine rechteckige 
Platte, Folie oder ein anderes flachiges Material 
aufgebracht werden konnen, wie beispielsweise auf eine 
gedruckte Schaltungsplatte bzw. -karte, wozu die 
Galvanisierungseinrichtung mit einer mechanischen 
Maskierungseinrichtung und einer Galvanisieningslo- 
sungs-Spritzeinrichtung versehen ist. 
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